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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
Essais mécaniques et climatiques

AVANT-PROPOS

1) La CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEIl). La CEl a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions d walisation dans les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl, entre autres acfiyités, puklie des Normes

Internationales. Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux tr tout Comité
national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internd les,\gouvernementales et
non gouvernementales, en liaison avec la CEIl, participent également 3 y . gollabore

2) Les décisions ou accords officiels de la CEIl concernant les q eprésentent, dans la

3) Les documents produits se présentent sous la forme de(recgmmandati i i . lls sont publiés
comme normes, rapports techniques ou guides et agré )

4)  Dans le but d'encourager I'unification inté i £, [ i wxAde la CEIl s'engagent & appliquer
de facon transparente, dans toute la mesuxe po internafionales de la CEIl dans leurs normes

5) La CEl n'a fixé aucune

6) L’attention est attirée sur leMait g ins élémenty de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits de iéte\i ¢ its analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de pa entifié de its de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La présente norme
semiconducteurs.

le comité d'études 47 de la CEIl: Dispositifs a

Cette deuxieme édif ‘ at remplace la premiére édition parue en 1984, 'amendement 1

(1991) et | ; elle constitue une révision technique.
Le texte norme est issu de la premiére édition, de I'amendement 1, de
I'amendement 2~et desydocuments suivants:

FDIS Rapport de vote

47/1394/FDIS 47/1402/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti & I'approbation de cette norme.

L’annexe A fait partie intégrante de cette norme.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES -
Mechanical and climatic test methods

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization
comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The ebject of the IEC is to
promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrisal and electronic
fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes In ErNg
preparatlon |s entrusted to technical committees; any IEC National Committee

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical

3) The documents produced have the form of recommend

sense.

4) In order to promote international unification
Standards transparently to the maximu their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding hational or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

5) The IEC provides no ma
equipment declared to

g elements of this International Standard may be the
esponsible for identifying any or all such patent rights.

eplaces the first edition published in 1984, amendment 1
it constitutes a technical revision.

the following™documents:

FDIS Report on voting

47/1394/FDIS 47/1402/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

Annex A forms an integral part of this standard.
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DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS —
Essais mécaniques et climatiques

CHAPITRE 1: GENERALITES

1 Domaine d’application et objet

La présente Norme internationale donne la liste des méthodes d’essais applicables aux
dispositifs a semiconducteurs (dispositifs discrets et circuits intégrés), parmi lesquelles on peut
effectuer un choix. Toutefois, des méthodes d’essais supplémentdires\ peuvent étre
nécessaires pour les dispositifs n'ayant pas de cavité interne.

NOTE — Un dISpOSItIf n'ayant pas de cavité |nterne est un dISpOSItIf dans leque

laissé au cours de sa fabrication.

Cette norme a tenu compte, dans la mesure du possible, defa

Au cas ou il y aurait contradiction e
derniére prévaudrait.

2 Références normatives

Les documents norma

qui y est faite, constjtuen
moment de la p'
sujet & révision etNg$ palt|

invitées a recherchg
normatifs indiqués i
Normes internati

npliquer les éditions les plus récentes des documents
bres de la CEIl et de I'ISO possédent le registre des

CEl 68-2-3: 19 ssals d’environnement — Partie 2: Essais — Essai Ca: Essai continu de
chaleur humide

CEl 68-2-6: 1995, Essais d’environnement — Partie 2: Essais — Essai Fc: Vibrations
(sinusoidales)

CEIl 68-2-7: 1983, Essais d’environnement — Partie 2: Essais — Essai Ga et guide: Accélération
constante

CEIl 68-2-11: 1981, Essais d’environnement — Partie 2: Essais — Essai Ka: Brouillard salin

CEIl 68-2-13: 1983, Essais d’environnement — Partie 2: Essais — Essai M: Basse pression
atmosphérique

CEl 68-2-14: 1984, Essais d’environnement — Partie 2: Essais — Essai N: Variations de
température
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SEMICONDUCTOR DEVICES -
Mechanical and climatic test methods

CHAPTER 1: GENERAL

1 Scope and object

This International Standard lists test methods applicable to semiconductor devices (discrete
devices and integrated circuits) from which a selection may be made. Ho additional test
methods may be required for non-cavity devices.

NOTE - A non-cavity device is a device in which enclosing or encapsulating matéyia] i
all exposed surfaces of the active element, and no void space is included in th

govern.

2 Normative references

indicated were valid.
agreements based on

are encouraged to investigate the possibility
of applying the @
IEC and ISO maimng

mative documents indicated below. Members of

IEC 68-2-7: 1983, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Ga and guidance: Acceleration,
steady state

IEC 68-2-11: 1981, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Ka: Salt mist
IEC 68-2-13: 1983, Environmental testing — Part 2: Tests — Test M: Low air pressure

IEC 68-2-14: 1984, Environmental testing — Part 2: Tests — Test N: Change of temperature
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CEIl 68-2-17: 1994, Essais d’environnement — Partie 2: Essais — Essal Q: Etanchéité
CEIl 68-2-20: 1979, Essais d’environnement — Partie 2: Essais — Essai T: Soudure

CEl 68-2-21: 1983, Essais d’environnement — Partie 2: Essais — Essai U: Robustesse des
sorties et des dispositifs de fixation

CEIl 68-2-45: 1980, Essais d’environnement — Partie 2: Essais — Essai XA et guide: Immersion
dans les solvants de nettoyage

CEIl 68-2-47: 1982, Essais d’environnement — Partie 2: Essais — Fixation de composants,
matériels et autres articles pour essais dynamiques tels que chocs (Ea), secousses (Eb),
vibrations (Fc et Fd) et accélération constante (Ga) et guide

CEl 68-2-48: 1982, Essais d’environnement — Partie 2: Essais — 3 ation des

Essai au braleur-aiguille

CEl 747-1: 1983, Dispositifs a semic ISOS@ dissrets et circuits intégrés —
Premiére partie: Généralités

CEIl 748-1: 1984, Dispositifs a semitonduc ircuits intégrés — Premiére partie:

Généralités m
/N~
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IEC 68-2-17: 1994, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Q: Sealing
IEC 68-2-20: 1979, Environmental testing — Part 2: Tests — Test T.: Soldering

IEC 68-2-21: 1983, Environmental testing — Part 2: Tests — Test U: Robustness of terminations
and integral mounting devices

IEC 68-2-45: 1980, Environmental testing — Part 2: Tests — Test XA and guidance: Immersion
in cleaning solvents

IEC 68-2-47: 1982, Environmental testing — Part 2: Tests — Mounting of components,
equipment and other articles for dynamic tests including shock (Ea), bump (Eb), vibration (Fc
and Fd) and steady-state acceleration (Ga) and guidance

IEC 68-2-48: 1982, Environmental testing — Part 2: Tests — Guidancg\ox K jon of the
tests of IEC Publication 68 to simulate the effects of storage

IEC 653: 1979, General considerations on ultrasonic cleaning

IEC 747-1: 1983, Semiconductor devices — Disc

General
IEC 748-1: 1984, Semiconductor device.%gr\ed





